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【1Ａ1】パワーエレクトロニクス -1＜接合材料＞
1. 低温無加圧プロセスで緻密な半導体接合を実現できる焼
結性銀粒子の開発とその接合特性評価
〇三並淳一郎 , 森崇充 , 奥田真利 , 櫻井哲郎 , 福井太郎
（大阪ソーダ）

2. Au ナノポーラスシートを用いた接合部のパワーサイクル
試験における長期信頼性評価
〇金黒秀平 , 佐々木喜七 , 西川宏（大阪大学）

3. 低温固相接合に向けた銅表面微細粗化と銅粒子霧化積層
〇高田侑希 , 伊藤智也 , 安田清和（大阪大学）

4. In 添加鉛フリーはんだのボイド低減プロセス
〇山﨑浩次 , 佐藤祐司 , 福本晃久（三菱電機）

5. Zn 混合ハイブリッド接合からのBi 減量の検討
〇佐藤敏一 , 臼井正則（豊田中央研究所）

MES 2019プログラム 9月12日 ( 木 )

Ａ会場(U2-311)
10:00

11:40

【1Ａ2】MEMS
1. マルチフェロイック材料開発のための強磁性体 / 強誘電
体ヘテロ接合の物性研究
〇三枝峻也1, 中村遼1, 山口明啓1, 赤松直哉1, 才木常正2,
瀧澤由佳子2, 大河内拓雄3, 大浦正樹3（1 兵庫県立大学 ,
2 兵庫県立工業技術センター ,3 理化学研究所）

2. 強誘電体基板上に実装されたNi 細線の電気・磁気特性
〇中村遼1, 三枝峻也1, 山口明啓1, 赤松直哉1, 才木常正2,
瀧澤由佳子 2（1 兵庫県立大学 ,2 兵庫県立工業技術セン
ター）

3. マイクロロボット用の静電モータの出力向上に対する検討
〇水本明日也 , 長田元気 , 平尾聡志 , 内木場文男 , 齊藤
健（日本大学）

4. PDMS 製マイクロ流体デバイスへ実装可能な高感度イオ
ン液体型圧力センサ
辻勇亮 ,〇平井義和 , 亀井謙一郎 , 土屋智由 , 田畑修（京
都大学）

5.  スケーラブル亜鉛空気一次電池の集電体材料選択におけ
る水素過電圧の影響
〇渡邊敬仁 , 森崇裕 , 松本圭司 , 森裕幸（日本アイ・ビー・
エム）

【1B1】 プリンタブル＜印刷プロセス＞
1. インクジェット印刷配線形成の安定化を志向した新しい
振動解析モデル
〇吉田泰則1, 泉小波1, 時任静士2, 牛島洋史1（1 産業技
術総合研究所 ,2 山形大学）

2. 真空スキージ機能を具備したスクリーン印刷機
〇向井範昭（ESE）

3.  メッシュ切断スクリーン版を用いた高品質電極印刷
〇野村健一 ,古志知也 ,堀井美徳 ,吉田学 ,牛島洋史（産
業技術総合研究所）

4.  ソフトブランケットを用いたオフセット印刷におけるパ
ターンの変形
〇泉小波1, 吉田泰則1, 金澤周介1, 時任静士2, 牛島洋史1

（1 産業技術総合研究所 ,2 山形大学）

5. 低温焼結に向けた銅微粒子系
〇米澤徹 , 塚本宏樹（北大院工）

B 会場(U2-312)

【1B2】プリンタブルデバイス
1. 導電性銅ナノインクを用いたセミアディティブプロセスに
よる回路形成
〇前田祐介 , 有村英俊（石原ケミカル）

2. Ag ナノインクを用いて作製した Ag/Si ショットキー接触：
焼成条件が電気特性に及ぼす影響
〇斉藤大志 ,柏木行康 ,玉井聡行（大阪産業技術研究所）

3. 導電フィラーを二元分散させた伸縮性印刷配線の繰返し
引張試験中の電気抵抗変化
〇渡辺輝 , 細野雄太 , 井上雅博（群馬大学）

4. 繰り返し引張り負荷による印刷有機薄膜トランジスタの電
気特性変動
〇日髙功二1, 中城朋也1, 小金丸正明1, 宍戸信之2, 関根
智仁3, 神谷庄司4, 池田徹1（1 鹿児島大学 ,2 北九州市環
境エレクトロニクス研究所 ,3 山形大学 ,4 名古屋工業大学）

5. 円形試験片を用いた 1 軸引張り負荷下での印刷有機薄
膜トランジスタの電気特性変動評価
〇中城朋也1, 小金丸正明1, 宍戸信之2, 関根智仁3, 神谷
庄司 4, 池田徹 1（1 鹿児島大学 ,2 北九州市環境エレクト
ロニクス研究所 ,3 山形大学 ,4 名古屋工業大学）

【1C1】 高機能材料 -1
1. 摩擦攪拌点接合技術を利用したマグネシウムを含むアル
ミニウム合金とアルミナとの接合
〇園村浩介 ,尾崎友厚 ,片桐一彰 ,長谷川泰則 ,田中努 ,
垣辻篤（大阪産業技術研究所）

2.  アントラセン分子を導入した多孔性骨格の構造と電気特性
〇加島初徳 , 岡本尚樹 , 齊藤丈靖（大阪府立大学）

3. エアロゾルデポジション法で作製した窒化けい素膜の絶
縁膜としての可能性
〇徳橋恵祐 , 木村圭一 , 小林孝之（日本製鉄）

4. 低温接合を実現する液体金属Gaと電極材界面反応
〇鈴木究 , 福澤拓郎 , 田口博久 , 山中公博（中京大学）

5. Sn-Bi-Sb の変形挙動
〇永田千波 , 山内啓（群馬工業高等専門学校）

C会場(R1-311)

【1C2】 高機能材料 -2
1. 高耐熱性を有するフレキシブル・ストレッチャブルなエポ
キシ樹脂フィルムの開発
〇山根 憲康（三菱ケミカル）

（依頼講演 40分）

2. エポキシ樹脂変成したシアネート樹脂のガラス転移温度
及び靭性の向上
〇柳浦聡 , 原田美由紀（関西大学）

3. 銀ナノ粒子シードを用いた半導体パッケージモールドへ
のシールドめっき形成
〇深澤憲正 , 古谷聡健 , 白髪潤（DIC）

4. マテリアルズ・インフォマティクスを活用した環境配慮型
実装技術
〇岩崎富生（日立製作所）

【1D1】 ものづくり
1.  ” スクライブ＆ブレイク” によるセラミックス基板の切断加工
〇留井直子 , 村上健二 , 岡本浩和 , 福西利夫 , 平野茂和
（三星ダイヤモンド工業）

2. 電子機器用低温・短時間硬化接着剤
〇徳平英士 , 八木友久 , 伊達仁昭（富士通クオリティ・
ラボ）

3. 膜厚の均一性に着目したビアフィリング用硫酸銅めっき
添加剤
〇田中涼（奥野製薬工業）

4.  アディティブ・マニュファクチャリング技術を活用した
Arduinoフル互換リーフモジュールの設計
〇長谷川清久1, 谷口英俊2（1 図研 ,2 図研テック）

5. BGAデバイス実装をビジュアルデバッグ
〇浅野義雄1, Bob Storey2（1 富士設備工業 ,2 XJTAG）

D 会場(R1-312)

【1D2】信頼性
1. バウンダリスキャンテストによる 3D IC 内ダイ間抵抗断線
検出可能性調査
〇池内康祐1, 神田道也1, 四柳浩之1, 橋爪正樹1,

 Shyue-Kung Lu2（1 徳島大学 ,2 台湾科技大学）

2. 電気試験法による実装基板内抵抗断線の出荷後検出法
〇曽根田伴奈1, 神田道也1, 四柳浩之1, 橋爪正樹1

Shyue-Kung Lu2（1 徳島大学 ,2 台湾科技大学）

3. 有限要素法を用いた熱疲労特性に与える Sn-Ag-Cu はん
だ接合部形状の影響評価
〇森下真衣 , 麻寧緒 , 楢崎邦男 , 西川宏（大阪大学）

4. 高密度電流下の銀ナノ粒子インク配線における凝集塊分
布の観察
〇斉藤大輝 , 笹川和彦 , 森脇健司 , 藤崎和弘（弘前大学）

5. 樹脂積層体の加熱～冷却過程の粘弾性反り変形解析
〇中村省三（中村技術研究所、広島工業大学）

12:40

14:20

ものづくりコアタイム
14:20

15:00

MES2018 表彰式
15:10

15:30

招待講演
1. 独創的な発明・発見は端や境界から生まれる
     細野秀雄教授（東京工業大学）

15:30

16:30

招待講演
2.  クボタの次世代農業への取り組み
     飯田聡氏（株式会社クボタ　特別技術顧問）

16:30

17:30

交流会：ファミール（吹田工学部福利会館センテラス　1階）
17:50

19:50

特別会場（U3 棟 211 室）

【2A1】最先端材料 -1

1.  低温焼成システム構築に向けたCuOx 微酸化物系の構築
〇米澤徹 , 塚本宏樹（北大院工）

2. エポキシ系バインダ中での銀フィラーネットワークを介し
た導電性発現に及ぼすトリアゾール系表面処理剤の効果
〇中澤史穂 , 坂庭慶昭 , 井上雅博（群馬大学）

MES 2019プログラム 9月13日 ( 金 )

Ａ会場(U2-311)
9:00

9:40

10:20

【2A2】最先端材料 -2
1. 導電性接着剤の電気伝導特性発現挙動のインピーダン
ススペクトル解析
〇井上雅博 , 坂庭慶昭 , 中澤史穂（群馬大学）

2. 非銀系フィラーを用いたエポキシ系導電性接着剤の電気
的信頼性に及ぼす バインダケミストリの影響
〇齋藤優樹 , 井上雅博（群馬大学）

3. 高性能銀ナノ粒子ペーストによる各種接合及びメタライ
ズ技術
〇長澤浩 1, 中島啓光 3, 雨宮隆 2, 伊藤公紀 1, 内山政弘 1

（1 環境レジリエンス ,2 電気通信大学 ,3 横浜国立大学）　

4. バリア層のないNi 微細配線の作成と電気特性評価
〇林藤壮史1, 岡本尚樹1, 齊藤丈靖1, 北島彰2（1 大阪府
立大学 ,2 大阪大学）

【2B1】 配線板・インターポーザー
1. 2.1D 向け微細配線における高信頼化プロセスおよび評
価方法の開発
〇金山天1,末次正2,野北寛太3,林繁宏2（1奥野製薬工業,
2 福岡大学 ,3 福岡県産業・科学技術振興財団）

2. SAP/MSAP 向け微細配線形成用ドライフィルムレジスト
剥離技術の開発
〇山田晃平 , 西勲 , 高田真吾 , 久保元気 , 田村敦司 , 三
宅登志夫（花王）

3. 立体回路基板用 Cuペーストの開発
江尻芳則 ,〇米倉元気 , 浦島航介 , 納堂高明 , 坂本真澄 ,
須方振一郎 , 鳥羽正也（日立化成）

4.  フォトデスミアによる有機基板の表面粗さ抑制技術
〇遠藤真一 , 羽生智行（ウシオ電機）

B 会場(U2-312)

【2B2】 高周波・光
1. オンパッケージ光モジュール用基板の開発
〇山本和尚 , 柳沢賢司 , 米倉秀樹（新光電気工業）

2. AIアプローチによるPCB 用超高速配線の設計
〇松本昂 , 安永守利（筑波大学）

3. 電磁ノイズ抑制体を配置したコプレーナ線路の特性イン
ピーダンス
〇室賀翔1, 田中元志1, 遠藤恭2（1 秋田大学 ,2 東北大学）

4. 銅箔粗度と誘電体種による伝送損失への影響
〇佐藤牧子 , 寺木慎（ナミックス）

【2C1】ミッションフェローセッション

【第 1部 特別講演】「未来を変えるクルマとは」
1.  （タイトル未定）
〇須田義大 氏（東京大学）

（9:00-9:35）

2. 自動車メ―カーから見たこれからのクルマ社会とそれを
支える技術
〇山際正憲 氏（日産自動車）

（9:35-10:10）

3.   （タイトル未定）
〇鶴沢宗文 氏（KDDI）

（10:10-10:45）

【第 2部 パネルディスカッション】
（10:50-11:40）

 ・司会：畠山友行（富山県立大）
 ・パネリスト：須田義大（東京大学）、

山際正憲（日産自動車）、
鶴沢宗文（KDDI）、
樋口和人（東芝）、
子林みどり（サイバーダイン）、
長谷川清久（図研）

C会場(R1-311)
【2Ｄ1】 メッキ技術
1. 高分子素材への高密着めっきを実現する表面改質技術
〇小林 靖之（大阪産業技術研究所）

（依頼講演 40分）

2. プラズマ表面改質処理を利用したフッ素樹脂フィルムへ
のダイレクト銅めっき
〇池田慎吾1, 小泉剛2, 古川勝紀2, 小林靖之1（1 大阪産
業技術研究所 ,2 電子技研）

3. 無電解 Co-W-Bめっき皮膜のバリア性の評価
〇伊井義人 , 柴田利明 , 小田幸典 , 橋本滋雄（上村工業）

D 会場(R1-312)

【2Ｄ2】 メッキ技術
1. 高濃度 Wドーピングによる Co-W-P めっきの酸化耐性と
樹脂密着性の向上
〇岩重朝仁1, 遠藤剛1, 杉浦和彦1, 鶴田和弘1, 佐久間裕
一2, 小田幸典2, 陳伝トウ3, 長尾至成3, 菅原徹 3, 菅沼克
昭3（1デンソー ,2 上村工業 ,3 大阪大学）

2. Roll to Roll 装置に対応した無電解 Ni/Au めっきプロセ
スの開発
〇梶山笑理 , 津野勇輝 , 橋爪佳 , 田中克幸（奥野製薬工
業）

3.ZnS 電析に使用する錯形成剤の選定
〇松田直大 , 岡本尚樹 , 齊藤丈靖（大阪府立大学）

4.Cuドープ ZnSの Cu 濃度による物性の変化
〇松田直大 , 岡本尚樹 , 齊藤丈靖（大阪府立大学）

10:30

【2A3】 パワーエレクトロニクス -2＜信頼性 1＞
1. パワー半導体パッケージのケース面直接水冷による
θjc測定再現性の向上
〇加藤史樹 , 佐藤伸二 , 宝藏寺裕之 , 山口浩 , 佐藤弘（産
業技術総合研究所）

2. はんだ接合部エレクトロマイグレーションに対する Sb 
の影響
〇水鳥秀良 , 河西蓮 , 渡辺勇 , 山中公博（中京大学）

3. 電気・熱・応力連成解析によるパワーモジュールにお
けるエレクトロマイグレーションの評価
〇加藤光章 , 大森隆広, 牛流章弘, 文倉智也, 廣畑賢治
（ 東芝）

4. サーモマイグレーションが Ni-P/Sn-0.7Cu はんだ接合
部に及ぼす影響
〇大矢怜史 , 新子比呂志（クオルテック）

5.  高温環境下での Ag 焼結層組織変化の定量評価
〇山野聡太1, 眞砂紀之2, 苅谷健人2, 西川宏1（1 大阪大学 , 2 
ローム） 

13:10

14:50

15:00

16:40

【2A4】パワーエレクトロニクス -3＜信頼性 2＞
1. DBA 基板アルミ表面に直接接合した焼結銀ダイアタッチ
の熱劣化特性と信頼性評価
〇Zhang Zheng,Chen Chuantong,Kim Dongjin,Suetake 
Aiji,Nagao Shijo,Suganuma Katsuaki
  （Osaka University）

2. 無加圧焼結された Ag ナノ粒子焼結体の高温疲労き裂進
展特性
〇大崎滉二1, 苅谷義治1, 水村宜司2, 佐々木幸司2

  （1 芝浦工業大学 ,2ナミックス）

3. Ag sinter 接合された GaN/DBA 基板の熱衝撃耐性につ
いたNi metallization の影響
〇Dongjin Kim,Chuantong Chen,Shijo Nagao,Katsuaki 
Suganuma（Osaka Universiy）

4. 電力半導体モジュールダイアタッチ接合部のパワーサイク
ル寿命におよぼす平均温度と通電プロファイルの影響
〇細谷康佑 , 苅谷義治（芝浦工業大学）

5. 焼結銀接合を用いた高耐熱パワーモジュールの寿命予
測システム
〇大浦賢一1, 下山章夫2, 伊勢谷健司1, 小池邦昭1, 菅沼
克昭2（1 先端力学シミュレーション研究所 ,2 大阪大学）

【2B3】JEITAセッション
１．はじめに：ロードマップの経緯と概要紹介
　〇深澤秀幸 氏（日立製作所）

（13:10-13:30）

２．注目される市場と電子機器群
１）全体概要と情報通信
〇森将人 氏（パナソニック）

（13:30-13:50）

２）メディカル・ライフサイエンス
〇小池純 氏（村田製作所）

（13:50-14:10）

３）モビリティー
〇松本弘 氏（京セラ）

（14:10-14:30）

４）新技術・新材料・新市場
〇神谷有弘 氏（デンソー）

（14:30-14:50）

３．IoT 社会に向けて多様化する電子デバイスパッケージ
　〇尾崎裕司 氏（ソニーセミコンダクタソリューションズ）

（15:00-15:40）

４．超スマート社会（Society 5.0）の実現に貢献する電子 
　部品の動向
　〇加藤善文 氏（アルプスアルパイン）

（15:40-16:00）

５．2019 年度版プリント配線板技術ロードマップ
　　～パラダイム・シフトの岐路を越えて～
　　〇角井　和久 氏（富士通コネクテﾂドテクノロジーズ㈱）

（16:00-16:40）

６．世界の実装現場を支える日本の実装設備
　〇井上高宏 氏（パナソニックスマートファクトリーソ　
　リューションズ）

（16:40-17:00）

【2C3】3Dパッケージ
1. 貴金属触媒を用いた湿式 Si-TSV 形成における エッチン
グ溶液濃度の検討

 〇依岡拓也 , 花谷俊輔 , 伊藤健 , 新宮原正三 , 清水智弘
（関西大学）

2. PoP の上下パッケージ接続導電ポスト製造プロセスの研
究
〇島田賢治 , 竹越正明 , 鈴木直也 , 野中敏央（日立化成）

3. 熱揺らぎ低減による高精度チップオンウエハ実装技術の
開発

 〇櫻井大輔 1, 浜平大 2, 那須博 1, 福本信次 3, 藤本公三 3

（1 パナソニック2, パナソニックスマートファクトリーソ
リューションズ ,3 大阪大学）

4. 3 次元集積回路の電源品質改善のための裏面埋設配線
の形成プロセス

 〇渡辺直也1, 荒賀佑樹1, 島本晴夫1, 菊地克弥1, 永田真2

（1 産業技術総合研究所 ,2 神戸大学）

5. 微細コーン型金バンプを用いた高密度フリップチップ接
合チップの電気特性評価

 〇橋野健 , 仲川博 , 青柳昌宏 , 菊地克弥　（産業技術総
合研究所）

6. 3nmへ向かう超微細化と高度 3D化の新技術
 〇岡本和也（山口大学）

（依頼講演 40分）

【2D3】接合技術
1. ニオブ酸リチウムと炭化シリコンの常温ウエハ接合
〇多喜川良1, 内海淳2（1 九州大学 ,2 三菱重工工作機械）

2. 極薄 Au 薄膜を用いた表面活性化接合による有機材料の
常温集積化
〇山本道貴1, 松前貴司1, 倉島優一1, 高木秀樹1, 須賀唯
知3, 伊藤寿浩2, 日暮栄治1（1 産業技術総合研究所 ,2 東
京大学 ,3 明星大学）

3. 酸化銀還元焼結による銀 -シリコン基板直接接合
〇松田朋己 , 伊波康太 , 佐野智一 , 廣瀬明夫（大阪大学）

4. 非晶質薄膜を介した銅とモールド樹脂の接合
〇山田由香 , 伊関崇（豊田中央研究所）

5. はんだの塑性流動を用いた導電性繊維と小型 LED 部品
の超音波接合部における剥離強度に及ぼす接合条件の
影響
〇森裕章1, 松岡和志1, 増田敦士2　（1 大阪大学 ,2 福井
県工業技術センター）

ものづくりコアタイム
11:50

12:20

17:00 ※プログラムは変更になることがあります。ご了承ください。
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